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一、报告报价

《2013-2017年中国集成电路封装市场竞争格局及未来发展趋势报告》信息及时，资料详实，

指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户

信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战

略发展定位不可或缺的重要决策依据。
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二、说明、目录、图表目录

      我国集成电路封装外形尺寸，是根据国际电工委员会（IEC）第191号标准制定的，同时还

参考了美国电子器件联合工程协会（JEDEC）及半导体设备和材料国际组织（SEMI）的有关

标准。根据目前我国集成电路技术和生产情况，已有半导体集成电路的13类封装外形尺寸及

膜集成电路和混合集成电路的14类封装外形尺寸列入了国家标准。随着技术的发展和生产的

需要，将逐步增加新的内容和项目，以便不断地补充和完善。

      中企顾问网发布的《2013-2017年中国集成电路封装市场竞争格局及未来发展趋势报告》共

十章。首先介绍了集成电路封装相关概述、中国集成电路封装市场运行环境等，接着分析了

中国集成电路封装市场发展的现状，然后介绍了中国集成电路封装重点区域市场运行形势。

随后，报告对中国集成电路封装重点企业经营状况分析，最后分析了中国集成电路封装行业

发展趋势与投资预测。您若想对集成电路封装产业有个系统的了解或者想投资集成电路封装

行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。

第一章 中国集成电路封装行业发展背景

第一节 集成电路封装行业定义及分类

一、集成电路封装行业定义

二、集成电路封装行业产品大类

三、集成电路封装行业特性分析

四、集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析

第二节 集成电路封装行业政策环境分析

（1）《电子信息产业调整和振兴规划》

（2）发改委加大对集成电路行业的支持力度

（3）科技部重点支持集成电路重点专项

（4）《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》

（5）海关支持软件产业和集成电路产业发展有关政策规定和措施

第三节 国内宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析



三、2013年中国宏观经济发展预测分析

第四节 集成电路封装行业技术环境分析

一、集成电路封装技术演进分析

二、集成电路封装形式应用领域

三、集成电路封装工艺流程分析

四、集成电路封装行业新技术动态

第二章 2012年中国集成电路产业发展分析

第一节 集成电路产业发展状况

一、集成电路产业链简介

二、集成电路产业发展现状分析

（1）行业发展势头良好

（2）行业技术水平快速提升

（3）行业竞争力仍有待加强

（4）产业结构进一步优化

三、集成电路产业区域发展格局分析

（1）三大区域集聚发展格局业已形成

（2）整体呈现&ldquo;一轴一带&rdquo;的分布特征

（3）产业整体将&ldquo;有聚有分，东进西移&rdquo;

四、集成电路产业面临的发展机遇

（1）产业政策环境进一步向好

（2）战略性新兴产业将加速发展

（3）资本市场将为企业融资提供更多机会

五、集成电路产业面临的主要问题

（1）规模小

（2）创新不足

（3）价值链整合不够

（4）产业链不完善

六、集成电路产业&ldquo;十二五&rdquo;发展预测

第二节 集成电路设计业发展状况

一、集成电路设计业发展概况

二、集成电路设计业发展特征

（1）产业规模持续扩大



（2）企业数量不断增长

（3）企业规模持续扩大

（4）技术能力大幅提升

三、集成电路设计业发展隐忧

四、集成电路设计业新发展策略

五、集成电路设计业&ldquo;十二五&rdquo;发展预测

第三章 2010-2012年中国集成电路制造行业数据监测分析

第一节 2010-2012年中国集成电路制造行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

第二节 2012年中国集成电路制造行业结构分析

一、企业数量结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

二、销售收入结构分析

1、不同类型分析

2、不同所有制分析

第三节 2010-2012年中国集成电路制造行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

三、出口交货值分析

第四节 2010-2012年中国集成电路制造行业成本费用分析

一、销售成本统计

二、费用统计

第五节 2010-2012年中国集成电路制造行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第四章 2012年中国集成电路封装行业发展分析

第一节 半导体行业发展分析

一、半导体行业指数对比分析

（1）费城半导体指数与道琼斯指数



（2）台湾电子零组件指数与台湾加权指数

（3）CSRC电子行业指数与沪深300指数

二、全球半导体产销分析

（1）全球半导体产值情况

（2）全球半导体销售情况

三、全球半导体行业主要企业情况

（1）2012年全球半导体10强

（2）全球领先半导体情况

四、中国半导体行业发展概况

五、半导体设备BB值分析

六、半导体行业景气预测

七、半导体行业发展趋势

（1）产业链分工是方向

（2）综合厂商向轻资产转型

（3）封装环节产值逐年成长

（4）封装环节外包也是趋势

第二节 集成电路封装行业发展分析

一、集成电路封装行业规模分析

二、集成电路封装行业发展现状分析

三、集成电路封装行业利润水平分析

四、大陆厂商与业内领先厂商的技术比较

五、集成电路封装行业影响因素分析

六、集成电路封装行业发展趋势及前景预测

第三节 集成电路封装类专利分析

一、专利分析样本构成

（1）数据库选择

（2）检索方式

二、封装类专利分析

（1）专利公开年度趋势

（2）国内外专利公开趋势对比

（3）国内专利公开主要省市分布

（4）IPC技术分类趋势分布



（5）主要权利人分布情况

第四节 集成电路封装过程部分技术问题探讨

一、集成电路封装开裂产生原因分析及对策

（1）封装开裂的影响因素分析

（2）管控影响开裂的因素的方法分析

二、集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策

（1）产生芯片弹坑问题的因素分析

（2）预防芯片弹坑问题产生的方法

第五章 2012年中国集成电路封装行业市场需求分析

第一节 集成电路市场分析

一、集成电路市场规模

二、集成电路市场结构分析

（1）集成电路市场产品结构分析

（2）集成电路市场应用结构分析

三、集成电路市场竞争格局

四、集成电路国内市场自给率

五、集成电路市场发展预测

第二节 集成电路封装行业需求分析

一、计算机领域对行业的需求分析

二、消费电子领域对行业的需求分析

三、通信设备领域对行业的需求分析

四、工控设备领域对行业的需求分析

五、汽车电子领域对行业的需求分析

第六章 2012年中国集成电路封装行业市场竞争分析

第一节 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

一、现有竞争者之间的竞争

二、关键要素的供应商议价能力分析

三、消费者议价能力分析

四、行业潜在进入者分析

五、替代品风险分析

第二节 集成电路封装行业国际竞争格局分析

一、国际集成电路封装市场总体发展状况



二、国际集成电路封装市场竞争状况分析

三、国际集成电路封装市场发展趋势分析

（1）封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本

（2）主板材料的变化趋势

第三节 集成电路封装行业国内竞争格局分析

第七章 2012年跨国企业在华市场竞争力分析

第一节 台湾日月光集团竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第二节 美国安靠（Amkor）公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第三节 台湾矽品公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第四节 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第五节 力成科技股份有限公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第六节 飞思卡尔公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第七节 英飞凌科技公司竞争力分析

一、企业简介

二、企业经营情况分析

第八章 2012年中国集成电路封装行业产品市场分析

第一节 集成电路封装行业BGA产品市场分析

第二节 集成电路封装行业SIP产品市场分析

第三节 集成电路封装行业SOP产品市场分析

第四节 集成电路封装行业QFP产品市场分析



第五节 集成电路封装行业QFN产品市场分析

第六节 集成电路封装行业MCM产品市场分析

第七节 集成电路封装行业CSP产品市场分析

第八节 集成电路封装行业其他产品市场分析

一、晶圆级封装市场分析

二、覆晶/倒封装市场分析

三、3D封装市场分析

第九章 2012年中国集成电路封装行业主要企业调研分析

第一节 集成电路封装企业发展总体状况分析

一、集成电路封装行业制造商工业总产值排名

二、集成电路封装行业制造商销售收入排名

三、集成电路封装行业制造商利润总额排名

第二节 集成电路封装行业领先企业个案分析

一、长电科技（600584）

二、深圳赛意法微电子有限公司

三、南通富士通微电子股份有限公司

四、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司

五、英特尔产品（成都）有限公司

六、无锡菱光科技有限公司

七、恒宝股份有限公司

八、南京汉德森科技股份有限公司

九、深圳市比亚迪微电子有限公司

十、常州市欧密格电子科技有限公司

第十章 2013-2017年中国集成电路封装行业投资分析及建议

第一节 集成电路封装行业投资特性分析

一、集成电路封装行业投资壁垒

（1）技术壁垒

（2）资金壁垒

（3）人才壁垒

（4）严格的客户认证制度

二、集成电路封装行业盈利模式

三、集成电路封装行业盈利因素



第二节 集成电路封装行业投资兼并与重组分析

一、集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

二、国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

三、国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

（1）通富微电公司投资兼并与重组分析

（2）华天科技公司投资兼并与重组分析

（3）长电科技公司投资兼并与重组分析

四、集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

第三节 集成电路封装行业投融资分析

一、电子发展基金对集成电路产业的扶持分析

（1）电子发展基金对集成电路产业的扶持情况

（2）电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

二、集成电路封装行业融资成本分析

三、半导体行业资本支出分析

第四节 集成电路封装行业投资建议

一、集成电路封装行业投资机会分析

二、集成电路封装行业投资风险分析

三、集成电路封装行业投资建议

（1）投资区域建议

（2）投资产品建议

（3）技术升级建议
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